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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ORDRE MODULAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES
MECANIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES -

Partie 1: Norme générique

ANJADNT DDA
MAAVAINTTITI\NU

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial¢ de'n omposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de r objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de norm ines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités ationales.
Leur glaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel§ 5sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouverpnem htales, en
liaisor avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl Coltaboxe & janisation
Internptionale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixées pa ipns.

2) Les d¢cisions ou accords officiels de la CEI concernant les gquéstions a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, ntéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent sous internationales. lls sopt publiés
commle normes, rapports techniques oug Zomités nationaux

4) Dans de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon internationales de la CEIl dans leufs normes
nation | et la norme nationale corresponfante doit
étre irf

5) La CHI n’a fixé aucune progé onsabilité
n'est $

6) L'attemtion est attirée sur itNg ) § eféments de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objet] de droits & \inte droits analogues. La CEl ne saurait étre tgnue pour
respopsable de 8 propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Norme internation a été établie par le sous-comité 48D: Structures

meécani ues pou équi ctronique, du comité d'études 48 de la CEl: Composants

électro sJnécaniques pour équipements électroniques.

Cette ng place la CEl 60916 (1988), la CEI 60917 (1988), son amendement 1

(1993) 4

Le texte de cette norne est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48D/159/FDIS 48D/177/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MODULAR ORDER FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL
STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES -

Part 1: Generic standard
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The tex

C (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fgr stan i omprising
tional electrotechnical committees (IEC National Committees). The objest i promote
htional co-operation on all questions concerning standardization in the e ic[fields. To
hd and in addition to other activities, the IEC publishes Internati i aration is
ted to technical committees; any IEC National Committee inte i j with may
pate in this preparatory work. International, 3 izatiofps liaising
e |IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate janization
andardization (ISO) in accordance with conditions determi the two
zations.

pbrmal decisions or agreements of the IEC on techpical/T e sible, an
htional consensus of opinion on the relevant subjects sincg i i psentation
Il interested National Committees

bcuments produced have the form oKrecomme use and are published ip the form
dards, technical reports or guides and a ignal Committees in that ser|se.

er to promote international unificatio ional u mittees undertake to apply IEC International

eir national and regional stand@rds. Any
ional or regional standard shall pe clearly

e for any

e subject

Chanical
of IEC technlcal committee 48: Electrome"hanical

replaces IEC 60916 (1988), IEC 60917 (1988), its amen@iment 1

rd is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48D/159/FDIS 48D/177/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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INTRODUCTION

La tendance, pour les composants électroniques et les circuits intégrés, vers une intégration
croissante et plus fonctionnelle, des exigences d'espace et de volume toujours plus serrées,
comme l'arrivée de nouvelles méthodes de fabrication, d'équipements automatiques de
fabrication, d'essai, de [l'utilisation de systémes d'ingénierie assistée par ordinateur (IAO),

offrent aux utilisateurs des avantages économiques et techniques considérables.

Afin de faire en sorte que, lorsqu'on utilise des composants récemment développés, de
nouvelles méthodes de fabrication et des systéemes d'lIAO, ces avantages puissent étre
totalement exploités, durant la planification, la conception, la fabrication et les essais, il est
nécessaire gue les infrastructures répondent aux exigences suivantes (voir_Guide 103 de la

CE)):

— arrapgement des produits avec le minimum de perte d'espace et ge

— intefichangeabilité dimensionnelle des produits en tenant cwg
dimg¢nsions hors-tout, des dimensions de montage (trous de fixat

— compatibilité dimensionnelle et détermination des interfage

g
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INTRODUCTION

The trend towards constantly increasing functional integration and ever smaller volume and
space requirements for electronic components and integrated circuits, as well as the advent of
new manufacturing methods, automatic manufacturing and testing equipment and the use of
Computer Aided Engineering (CAE) systems offer users considerable technical and economic
advantages.

In order to ensure that, when using newly developed components, manufacturing methods and
CAE systems, the advantages can be fully exploited during planning, design, manufacture and
testing, it is necessary for equipment practices to meet the following requirements (see /IEC

Guide 1

— arra

— dimensional interchangeability of products, e.g. regarding ove
dimensions (fixing holes, cut-outs, etc.);

— dimensional compatibility and determination of interface dimg
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ORDRE MODULAIRE POUR LE DEVELOPPEMEN'I: DES STRUCTURES
MECANIQUES POUR LES INFRASTRUCTURES ELECTRONIQUES —

Partie 1. Norme générique

1 Domaine d'application et objet

Cette Norme internationale s'applique aux infrastructures électroniques. L'ordre modulaire
s'applique aux principales dimensions structurelles d'équipements électroniques dans diffé-
rentes installations ou des interfaces dimensionnelles doivent étre envisagées.

Elle pose les parameétres de base d'implantation et elle n'a pas pouy objet Windiguer des
tolérandes ou des jeux.

Elle comprend l'addition d'informations sur les interfaces avec d'a pniques,
et sur des aspects de technologie et de conception avancées.

Elle comprend aussi les termes normalisés désignant bles de

structurgs mécaniques pour les équipements électroniquest

Cette rlorme génériqgue donne les définitions d'
meécaniques, pour les infrastructures électroniques (et
des int¢rfaces mécaniques avec les applicatighs \
imprimés, composants, instruments, mobiiers,$a

pour les structures
wpatibilité dimengionnelle
oisines telles que]| circuits

De plu$, elle soutient l'introduction I'ordre modulaire en

considérant que:

— la cpmpatibilité des di dans I'électronique sur la pase du

meétle comme unité Sl

— des pvantages techhigues.et eco i les.

Il convignt que legterme g exsoient utilisés dans toutes les normes concernant les
structurgs mécaniques f e\ - hniques
qui s'y repportent.

2 Ré

Les dodumexts ne § s contiennent des dispositions qui, par suite de la rg¢férence
qui y est fai \ dispositions valables pour la présente Norme internatiopale. Au
momentde 3a pubiicati les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document hormatif
est sujgt a~révisi @S parties prenantes aux accords fondés sur la présentgl Norme
internatjonale invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus nécentes

des dogquments nowétifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEl et de I''SO possgdent le
registre(des/Normes internationales en vigueur.

CEl 60050(581):1978, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour les équipements électroniques

CEl 60297-1:1986, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Premiére partie: Panneaux et batis

CEl 60297-2:1982, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Deuxieme partie: Armoires et pas des structures

CEl 60297-3:1984, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Troisiéme partie: Bacs et blocs enfichables associés
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MODULAR ORDER FOR THE DEVELOPMENT OF MECHANICAL
STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT PRACTICES -

Part 1: Generic standard

1 Scope and object

This International Standard relates to equipment practices. The modular order is applicable to
the main structural dimensions of electronic equipment mounted in various installations where

dimensional interfaces have to be considered.

It refer$ to basic design parameters and is not intended to be u for anutlacturing

toleranges or clearances.

In additjon, information on interfaces to other technical fields, gy™Nan
design aspects is included.

This stgndard also covers standard terms for parts and a$ anical st
for elecfronic equipment.

This geperic standard gives the definitions of a m S echanical struc

electroniic equipment and provides for dlmen5|o a
related engineering applications, e.g.
rooms, buildings, etc.

at mechanical interfa
instrumentation, f

that:

— compatibility of interfa
unit metre;

— techpical and econo
The terms in t@
electronjic equipm :

2 Nomqmative re

The foll
constitu ernational Standard. At the time of publication, the
mdicate normative documents are subject to revision, and p3g

mechanical componem‘s for electronic equipment

?vanced
Fuctures

tures of
ces with
Lirniture,

sidering

f the SI

ures of

his text,
editions
rties to
pssibility
hbers of

~Flectro-

IEC 60297-1:1986, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series —

Part 1: Panels and racks

IEC 60297-2:1982, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series —

Part 2: Cabinets and pitches of rack structures

IEC 60297-3:1984, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series — Part 3:

Subracks and associated plug-in units
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CEl 60297-4:1995, Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) —
Partie 4: Bacs et blocs enfichables associés — Dimensions supplémentaires

CEI 60473:1974, Dimensions pour appareils de mesure électriques indicateurs et enregistreurs
de tableau

CEIl 60629:1978, Feuilles de normes pour un systeme modulaire (pour appareils d'installation
pour utilisation dans les installations domestiques et similaires

CEIl 60668:1980, Dimensions des surfaces et des ajourages a prévoir pour les appareils de
mesure ou de commande montés en tableaux ou en tiroirs dans les processus industriels

CEIl 60917-2:1992, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour
les infrastructures électroniques — Partie 2: Spécification intermédiaire_= Dimensions de

coordingtion pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm
CEIl 60917-2-1:1993, Ordre modulaire pour le développement des stk ture \ges pour
les infrastructures électroniques — Partie 2: Spécification internjédh jons de
coordin@tion pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 1  Spédification
particuliere — Dimensions pour baies et batis
CEIl 60917-2-2:1994, Ordre modulaire pour le développe es pour
les infrdstructures électroniques — Partie 2: Spécificatiop+ b coordi-
nation ipbn parti-
culiere ables
CEl Gui
ISO 31:1992, Grandeurs et unités
ISO 10d ertaines
autres ynités
ISO 10Q6: 1983, Construction i
ISO 10¢0:1983, Constrictioh i hilie gordinati ] ] 0s  pour
dimensipns de c<§ i
ISO 3827-1:1977 \2ons ] oordination dimensionnelle pour I'ameublenpent des
navires |- Partie 1: P 3 9 ct irati
3 Ter
Pour le 50(581)
ainsi qu
3.1
infrastrdctare

H ! r nt " ntor donc cvuctamanc Alactricg t é!C trJniqueS.

structure—mecanigque—dtilisée—peo
Elle assure la compatibilité
composants électroniques.

aa o a olac o
geT— T T Mmoo ooy oteTic o crottgqucos—C

écaniques, les raccordements électriques et les

o
S
>
=
o ¢
I}
» ®

©
o
o
®
n
3

3.2
ordre modulaire

ensemble de régles qui établit une relation entre des dimensions de coordination et le pas de
base, les pas multiples et les pas de montage utilisés dans les infrastructures

3.3

dimension de coordination

dimension de référence utilisée pour coordonner les interfaces mécaniques. Ce n'est pas une
dimension de fabrication assortie de tolérances.

NOTE - Une dimension extérieure réelle d'une structure mécanique correspondant a une dimension de coordination
peut seulement étre diminuée.
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IEC 60297-4:1995, Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series — Part 4:
Subracks and associated plug-in units — Additional dimensions

IEC 60473:1974, Dimensions for panel-mounted indicating and recording electrical measuring
instruments

IEC 60629:1978, Standard sheets for a modular system (for installation accessories for use in
domestic and similar installations)

IEC 60668:1980, Dimensions of panel areas and cut-outs for panel and rack-mounted
industrial-process measurement and control instruments

IEC 60917-2:1992, Modular order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices — Part 2: Sectional specification — Interface co-ordinatian dimensions for
the 25 mm equipment practice

IEC 60917-2-1:1993, Modular order for the development of mechanica ectronic
equipmeént practices — Part 2: Sectional specification — Interfac pensions
for the 5 mm equipment practice — Section 1: Detail specificatio cabinets
and racks

IEC 60917-2-2:1994, Modular order for the development oKmecharic&l ectronic
equipmeént practices — Part 2: Sectional specification alj ] sions for
the 25 Imm equipment practice — Section 2: Detail bracks,

chassis| backplanes, front panels and plug-in units
IEC Guide 103:1980, Guide on dimensji6
ISO 31:[1992, Quantities and units

ISO 1000:1992, S! units and recomm
other units

se of their multiples and of certain

ISO 1006:1983, Building ce L 3 wdination — Basic module

ISO 1040:1983, Build brizontal

coordingting dim@io
ISO 3837-1:1977,"8hj

1+ Part 1:
Principlg
3 Ter
For the |p with the

termino

3.1
equipmeni‘practice
mechanical structure involved In housing and mouniing of electronic and electromechanical
systems. It provides for compatibility between mechanical parts, electrical interconnections and
electronic components.

3.2

modular order

set of rules which establishes a relationship between co-ordination dimensions and the base
pitch, multiple pitches and mounting pitches to be used in equipment practice

3.3

co-ordination dimension

reference dimension used to co-ordinate mechanical interfaces. This is not a manufacturing
dimension with a tolerance.

NOTE — An actual outside dimension of a mechanical structure related to a co-ordination dimension can only
decrease.
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3.4

dimension d'ouverture

dimension de coordination utilisée pour désigner l'espace utile entre deux éléments de
structure

NOTE - une dimension d'ouverture peut uniquement étre augmentée.

3.5
n
multiplicateur issu de la suite des entiers 1, 2, 3, ...

3.6
pas de hase (p)

plus pelite distance entre deux lignes successives de la grille utilisée dans(les infrastrugtures
3.7

pas mulfiple ( Mp)

multiple|entier du pas de base

3.8

pas de montage ( mp)

pas utilisé pour disposer des piéces ou des ensemble

La valepir nominale d'un pas de montage s'obtignt & un pas
multiple|par un facteur F, tiré du tableg

Les dimensions réelles utilisées dan pas de
montag¢ additionnés de tolérances de fa

3.9

plan de|référence

plan thé

3.10

grille

disposit elon les
régles de I'ordre giod

3.11

module

structur u pas. Il
peut étr

NOTE -

3.12

rangée de baies
ensemble de baies ou de bétis disposés cbote a cbte
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3.4
aperture dimension
special co-ordination dimension for a usable space between features (structural parts)

NOTE — An actual inside dimension of an aperture can only increase.

3.5
n
multiplier having integer values of range continuing 1, 2, 3, ...

3.6
base pitch (_p)
smallest distance between adjacent grid lines used in the equipment practices

3.7
multiple|pitch ( Mp)
integer multiple of the base pitch

3.8
mounting pitch ( mp)
pitch usged to arrange parts or assemblies in a given g

The nominal value of a mounting pitch is achieved
by a factor F from table 2.

Actual dimensions used in an equipmen
and they include manufacturing toleranc

3.9
referenge plane

a theordtical plane withqut th Sed to define spaces

3.10
grid
two- or
the mod

3.11

module
three-di
could al

NOTE - (

ultiplied

ng pitch

ing with

pitch. It

3.12

suite of racks or cabinets
row of racks or cabinets placed side by side
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structure ouverte indépendante ou fixée destinée a loger du matériel électrique ou électronique

Panneau frontal

<

Bac

/)
\Vi

Exemple 1

N

zxemple

1
@Q&@

xemple 3

IEE 1377/98
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rack
free-standing or fixed structure for housing electrical or electronic equipment

Front panel Subrack

<

I
/)
\V/4

Example 1

IEE 1377/98
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baie

-1

6 —
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structure fermée indépendante et auto-porteuse destinée a loger du matériel électrique et/ou

électronique

Elle est habituellement munie de portes et/ou de panneaux latéraux qui peuvent étre amovibles

ou non.

"~

coffret
envelop
loger du

N

=

R78/98

IEC 1 379/98

stinée a
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cabinet
free-standing and self-supporting enclosure for housing electrical and/or electronic equipment

It is usually fitted with doors and/or side panels which may or may not be removable.

A

N

Figure 2

case

table, bénch or wall mounting enclosure-r ical and/or electronic equipment can be
housed

IEC 1 379/98

Figure 3
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cadre pivotant
cadre articulé sur lequel on fixe de I'équipement électrique et/ou électronique

Il pivote pour permettre l'accés a l'arriére de I'équipement.

bac a cartes

structur

60917-1 © CEI:1998

b destinée f re

bles

Figure 5

IEC 1381/98
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swing frame
hinged frame for holding electrical and/or electronic equipment

The frame swings to permit access to the reverse side.

ey

\
N
\

subrack
structur

IEC 1381/98

Figure 5
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chéssis
structure destinée spécifiquement a recevoir de
électronique

+
+
+

I'équipement
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unité enfichable
b qui glisse sur des guides et se connecte dahs uf

structur
peuvent
fermée

~J

Figure 6

étre de différents types, depuis le circui
comprenant un dispositif de co i

Figure 7

IEC 1382/98

i de composants jusqu

IEC 1383/98

es unités enf

combiné électrique et

chables
a l'unité
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various

chassis
mechanical structure designed specifically to support associated electrical and electronic
components
“
+
\‘FI
IEC 1 382/98

plug-in Gnit
unit which plugs into a subrack and is supported by guide an be of
types, rgnging from a printed board with componenjs or box-t

designe

d with a plug-in connection.

IEC 1383/98

pe unit
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console

— 22 —
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enveloppe posée sur table ou sur le sol et, présentant des surfaces horizontales, verticales
et/ou inclinées destinées a recevoir de I'équipement de commande, d'information ou de

surveillance

guide carte
disposit|/f destiné a guidg€
enfichalples dans un bag &

N7
S

~
1

384/98

des circuits imprimés ou deg unités

Figure 9

IEC 1 385/98
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console
table-mounted or floorstanding enclosure having horizontal, vertical and/or sloping faces to
accommodate control, information and monitoring equipment

plug-in Winit guide
device tp guide, locate and support plu
in subralcks

hserted,

9,

IEC 1385/98

Figure 9
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glissiéres simples
corniéres permettant le soutien et le glissement de bacs a cartes et de chassis a l'intérieur d'un
bati, d'une baie ou d'un coffret

24 —
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glissiersg
disposit

s télescopiques

en position sortie

IEC 1 387/98

Figure 11
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slides
angle-bars on which subracks and chassis may slide and be supported within a rack, cabinet or
case

Figure 10

telescopic slides

devices|to support withdrawable subracks and ch position

IEC 1 387/98

Figure 11
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4  Principes fondamentaux et information de base

La base de cet ordre modulaire est I'unité de longueur Sl, le métre
SO 31-1.

60917-1 © CEI:1998

selon I''SO 1000 et

Pour la compatibilité avec d'autres ordres modulaires, voir la CEl 60473, la CEl 60629, la

CEI 60668, I''SO 1006, I''SO 1040 et I'lSO 3827-1.

4.1 Structures pour les infrastructures

Les quatre niveaux de structure actuellement identifiés sont représentés a

la figure 12.

Il est splécifié gue cet ordre modulaire ne couvre pas uniqguement cette s
égalem¢nt toute autre sorte d'infrastructure pour l'implantation d'éguipe
basée spur une grille comprenant des pas et des dimensions de coordin

iQn tr

te de uctule, mais

électioniques

=

alix de structure des infrastructures

Niveau 3 — Bacs a cartes

E|
=1

Niveau 4 — Envgloppes

IEC 1388/98

42 C ionnglle avec des domaines voisins
Le dév nouvelle infrastructure nécessite de tenir compte d'interfaces
extérieures et.intérieuxes.

Les inteffaces les plus importantes sont:

Interfaces extérieures

— bétiments avec leurs installations, par exemple: portes, ascenseurs, d
de plafond, etc.;

— emballage et transport, par exemple: palettes et conteneurs pour camio

alles de plancher et

ns, navires, avions;

— installation d'autres équipements, par exemple: commutation, transmission, alimentation

électrique, équipement de processus industriel, etc.

Interfaces intérieures

— circuits imprimés, connecteurs, composants électromécaniques;
— composants semi-conducteurs;
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4 Fundamentals and background information

The basis of the modular order is the basic Sl unit of length, the metre according to ISO 1000

and to ISO 31-1.

For compatibility with other modular orders see IEC 60473, IEC 60629 and IEC 60668 and

ISO 1006, 1ISO 1040 and ISO 3827-1.

4.1 Structures of electronic equipment practices

In figure 12, the four structure levels of presently known electronic equipment practices are

outlined

It shouldl be understood that the modular order not only covers this
any other structure of new electronic equipment practice designs
metric pitches and co-ordination dimensions can be allocated.

but also
rid with

]
)
[
L]
]
i T 1l
I e
Level 4 — Enclgsures
Level 3 — Subracks
IEC 1 388/98
4.2 Din
Develoqi N ctronic practice requires the consideration of external and |internal
interfaces,

The mosTimportant Interiaces to electronic equipment practice are.

External interfaces

— buildings with their room facilities, for example doors, elevators, tiles on floor and ceiling,

etc.;

— packaging and transport, for example pallets and containers for lorries, ships and aircraft;

— joint installation of various equipment, for example switching and transmission, power

supply, industrial process equipment, etc.
Internal interfaces

— printed circuits, connectors, electromechanical components;
— semiconductor components;
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— cables et fils;

— unités fonctionnelles telles que convertisseurs c.a./c.c., instruments de mesure et de
commande, fusibles, etc.

On doit tenir compte de ces interfaces lors de la spécification d'une infrastructure pour des
systemes électroniques. Pour réaliser de telles interfaces, il convient d'utiliser des dimensions
de coordination afin de réaliser la compatibilité avec les domaines voisins.

Le tableau 1 donne une vue générale des publications CEIl et ISO dont il convient de tenir
compte lors de la détermination de dimensions de coordination pour des interfaces communes.

Tableau 1 — Publications comprenant des dimensions modulaires standardisées
et/ou documents apparentés

ipns de
Publication Titre i gtion
n
1SO| 2848 Construction immobiliéere — Coordination modulaire — Pri -
et régles (1984)
1SQ 1791 Construction immobiliére — Coordination mogddlaire i ---f-
(1983)
1SO 1006 Construction immobiliére — Coordinatfon 10p
(1983)
1SQ 6514 Construction immobiliére 20; 2%; 50
inframodulaires (1982)
1SQ1 1040 300; 600} 1 200;
1 500; 3 0p0; 6 000
1SQ1 3394 600 x 400 ....
1200 x BOO ....
1SQ1 3676 1200 x BOO ....
1SO B827-1 50; 100Q; 300
CEIl Gpide 103 pourda‘c ordlnatl n dimensionnelle (1980) 0,5; 1} 2,5
(systéme 1)
CEI|6009 0,05;]0,5
CEI 6D 8 2,5¢t5
CEI|6062 12]5
CEIl60473 Dimensions pour appareils de mesure électriques, indicateurs 1215
et enregistreurs de tableau (1974)
CEIl 60668 Dimensions des surfaces et des ajourages a prévoir pour les appareils 12,5
de mesure et de commande montés en tableau ou en tiroir dans les
processus industriels (1980)
CEI 60297-2 Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in) — 100
Deuxiéme partie: Armoires et pas des structures (1982)
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— wiring and cables;
— functional units such as a.c./d.c. converter, measure and control instruments, fuses, etc.
Many of these interfaces have to be considered when specifying the requirements of any

equipment practice for electronic systems. For such interfaces co-ordination dimensions should
be used as means to reach dimensional compatibility with adjacent technical fields.

Table 1 gives an overview of ISO and IEC publications that should be considered when
relevant co-ordination dimensions for common interfaces have to be determined.

Table 1 — Publications containing standardized modular dimensions
and/or related documents

Co>gndipation

Publifcation Title dimegdgions
m
1SO| 2848 Building construction — Modular co-ordination — Principles
(1984)
1ISQ 1791 Building construction — Modular co-ordination — ---t-
1SO 1006 10p
1SQ| 6514 20; 2%; 50
1SQ| 1040 300; 600} 1 200;
1 500; 3 0pO; 6 000
1SQ| 3394 600 x 400 ....
1200 x BOO ....
1SO 3676 1200 x BOO ....
1ISO B827-1 Ship u ing Co or in ion 50; 10¢; 300

Part

IEC Gpide 103 \}de n dim l-co- Mn (1980) 0,5; 1} 2,5
(systgm 1)

IEC 60097 r prlnte c cwts (1991) 0,05;/0,5

IEC 6p255-18 18: Dimensions for general purpose 2,5apd 5
ys (1982)
IEC 60629 for a modular system (for installation accessories 12]5
use im\domestic and similar installations) (1978)
IEC|604 i igrfs for panel-mounted indicating and recording electrical 12]5
uring instruments (1974)
IEC|60668 ensions of panel areas and cut-outs for panel and rack-mounted 12]5
industrial-process measurement and control instruments (1980)
IEC 60297-2 Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series — 100

Part 2: Cabinets and pitches of rack structures (1982)



https://iecnorm.com/api/?name=3dbe9582bd48f0e1d42b71f42f4e3f6e

4.3

— 30 -

Elaboration de normes pour de nouvelles infrastructures

60917-1 © CEI:1998

Il convient que les normes CEI pour des infrastructures, qui seront élaborées a partir de la
présente norme générique s'inscrivent selon l'architecture suivante (voir figure 13).

Norme générique

Il convient que toutes les nouvelles infrastructures soient conformes a cette norme.

Normes intermédiaires

Elles décrivent certaines infrastructures faisant partie du domaine d'application de la norme
générique. Dans une norme intermédiaire, les dimensions de coordination (choisies & partir de

la norm
pour la
basées

sur différents pas multiples.

Spécifidations particuliéres

Elles ndrmalisent un élément ou un sous-élément d'une infras

intermégiaire. Ces éléments peuvent étre des baies, des batj
des fonds de paniers, des unités enfichables etc.,
dimensipns, tolérances,

maintenfue.

CEIl 6091f7-1
Norme générigue

Ordre mqddulaire pour
le développement de
structureg mécaniques

exigences etc., a conditig

|| CEI 60917-2

Norme infermédiaire

|

|

| |CEI'8Q9Y7-Y

I rme Wtermédiaie

N\ DD

CE} 6XXXX-1
orme intermédiaire

Dimensign de coordination
d'interfaces au pas
de 25 mn

Caractéristiques
environnementales pour
les infrastructures

N Norles intgfmédiaires ¥
: I&entaires
! | selonYesgin

CEIl 6091f7-2-1
Spécificafion particuligfe

609R: i\/
| \&péc' ication particuliére

Dimensigns des bai
et batis /\

Sp’cifié@{g}yﬁarticuliéres
uppmentaites
&onb oin

N\
|_I[ CEl 6091[z7<2- \)
Spécificafffen part Ii%

Dimensidns bacs
a cartes, |chassisyefc.
et unités lenfichables

CEI 6091f7-2-7

bxemple
ent étre

b norme
Chassis,
es consigtent en

patiilité mécanique soit

CEI 60297-})
Spécificatiop particuliére

Série 482,6/mm (19 in)
Panneaux €t batis

CEI 60297-p
Spécificatiop particuliére

Série 482,6/mm (19 in)
Baies et pag des batis

CEl 60297-8

Spécification particuliére

Spécifications particuliéres
supplémentaires
selon besoin

Figure 13 — Architecture des normes des infrastructures

Spécification particuliére

Série 482,6 mm (19 in)
Bacs a cartes et unités
enfichables

CEIl 60297-4
Spécification particuliere

Série 482,6 mm (19 in)
Bacs a cartes et unités
enfichables. Dimensions
additionnelles

CEIl 60297-Y
Spécification particuliere

Spécifications particuliéres
supplémentaires
selon besoin

IEC 1389/98
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4.3 Preparation of standards for new equipment practices

IEC standards for equipment practices to be prepared in accordance with this standard should

be based on the following structure (see figure 13).

Generic standard

All new equipment practices should comply with this standard.

Sectional standards

They describe particular equipment practices within the scope of the generic standard. In a

sectionat—standares—co-ordination—dimensions—(setected—from—the—generic~sta dald) hall be
specifief as standard dimensions, for example for height, width, depth, apd so ox.There may
be morg than one sectional standard based on different multiple pitche
Detail standards
They standardize a unit or a subunit of equipment practice fandard.
These ynits could be such as cabinets, racks, subracks, ch front pampels and
plug-in units, etc., and the details can be dimensions, emepts, etc. upder the
conditiop that mechanical compatibility is maintained.
IEC 6091y7-1
Generic sfandard
Modular drder for
the develppment of
mechanicpl structures
R ittt At staiuintos Nuh NS N |
IEC 6091f-2 I [IEG 60917-Y XX-1
Sectional|standard || gec ional standar Sextional standard
Interface fo-ordination I rtheﬁ%ctiona taqdar ironmental properties
dimensionps for 25 mm \'\ as necessar or equipment practices
equipment practice : %\
IEC 6091f-2-1 \/ | 1IEC 60917 X1 Datail e--——"" \\2 IEC 60297-1
Detail stahdard \\standar Detail standprd
Dimensiops for cabinet urthende tapdards 482,6 mm (19 in) series
and racks /\ as\necessary Panels and facks
N
IEC 6091f-2-2 | [|/EC 60297-3
Detail staphdard Detail standprd
Dimensiohsfar stibragks, Y\ 482,6 mm (19 in) series
chassis, ¢ic., a Cabinets anfl pitches
plug-in units of rack strudtures
N
IEC 6091f-2-Z \) IEC 60297-3
Detail stapdard Detail standprd
Further d¢taikstandards 482,6 mm (19 in) series
as necessary Subracksand associated
plug-in units
IEC 60297-4

Figure 13 — Structure of equipment practice standards

Detail standard

482,6 mm (19 in) series
Subracks and associated
plug-in units — Additional
dimensions

IEC 60297-Y

Detail standard

Further detail standards
as necessary

IEC 1389/98


https://iecnorm.com/api/?name=3dbe9582bd48f0e1d42b71f42f4e3f6e



